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The shortest delivery
specification for bond

surfaces with 100%

guarantee to fail: Bondable
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Strategie: Leiterplatten Benchmark fur Drahtbondprozesse (Beispiel ENIG)

P Prifung Oberflachenqualitat

» Visuelle Inspektion (hochauflosende Lichtmikroskopie)
» REM-Inspektion der Goldschicht

» Messung der Oberflachentopographie/Rauheit

P Analyse des Schichtsystems
» Messung der Schichtdicke
» REM-Inspektion der Nickelschicht
» FIB-Dokumentation des Schichinterface Nickel/Gold
P Bondbarkeit nach Vorkonditionierung
» Prozesstensterermittlung mittels DOE

» Bestimmung der Schichthaftung mittels Lift-Off Analyse
P Temperatur- und Feuchtelagerung



IPDER WICHTIGSTE TEIL !
VISUELLE INSPEKTION
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Checkliste - Leiterplatten Eingangsinspektion

P Lieferzustand der Leiterplatten
» Verpackung sauber verschweifst |
» Papierzwischenlagen zum Schutz der Oberflachen

» Trockenmittel beigefiigt

P Dokumentation
» Schichtdickenprotokoll
» Herstelldatum klar erkennbar (insbesondere des Schichtsystems)
» Produktionszeitpunkt des Substrats und der Leiterzlige

P Light microscopy up to highest magnification (1,000x)
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ENIG Eingangsinspektion - optisch nicht auffallig
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ENIG Eingangsinspektion - Oberflachendefekte




Prozessruckstande auf einer ENIG PCB Oberflache

Kontamination sichtbar 2R g ', é et - Kontamination sichtbar

Keine Kontamination sichtbar Keine Kontamination sichtbar
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Light microscope (500x)

- Auffalligkeiten an Korngrenzen

-
—

Inspe

Light microscope (200x)

ENIG Eingangs



ANALYSE AM
RASTERELEKTRONENMIKROSKOP (REM)
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Checkliste - REM Analyse der oberen Padmetallisierung

P Sinnvolle Vergrolierungen
» 300x (Ubersicht)
» 1,000 - 5,000 (Detail)
» >5,000x selten hilfreich (Fokussierung aufsehrlp

ot AT b o .

e L:_".'f A 4 o ’ N 5
| E A .a QLT ‘,'- o8 3 &
t \l Is. ' " -

P 3-5kV Anregungsspannung: Betonung derTopographle | e N e e, e E

P Bei ENIG-Schichten auffolgendes achten ' - o R A

» Offene Korngrenzen b T ', e W o ‘7’
» Padflanken/-kanten L e A v A
» LScherin der Schicht e

Abbildung: Fraunhofer IZM



REM-Analyse ENIG ~300x VergroRBerung




REM-Analyse ENIG - Problemstellen




REM-Analyse ENIG ~2.000x VergroRerung




REM-Analyse ENIG ~25.000x VergroBerung
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